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议题大纲
智能家居和智能楼宇

• 从边缘收集数据

• 人工智能建模和可预测机器故障

• 将数据传输到云端
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系统架构
智能家居和智能楼宇
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系统架构
智能家居和智能楼宇

温控器

电器

电器

用户接口

检测

照明
监控

检测和HVAC风管
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“边缘”要求

连接

传感器接口

安全

低功耗

智能控制

低成本

小巧

快速响应

稳健
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“边缘”要求——稳健
• 宽工作电压范围

• 0.7V至5.5V，还可满足25V以上的
工作要求

• 稳健的I/O电流额定值
• 最高100 mA的拉/灌I/O电流

• 宽工作温度范围
• 最低-40 ，还可提供最高150 工
作要求的选项

连接

传感器接口

安全

低功耗

智能控制

低成本

小巧

快速响应

稳健
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“边缘”要求——低功耗
• 3种低功耗工作模式：

• IDLE、DOZE和SLEEP

• 外设模块禁用功能

• 独立于内核的外设：
• 可使用低功耗振荡器

连接

传感器接口

安全

智能控制

低成本

小巧

快速响应

稳健

低功耗
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“边缘”要求——安全
• 某些通信协议具有固有的安全性：

• 例如，BLE具有链路层安全性

• Microchip安全模块集成了安全身份
验证

连接

传感器接口 低功耗

智能控制

低成本

小巧

快速响应

稳健

安全

ATECC608A通过I2C通信
协议与目标MCU通信
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独立于内核的外设
• 独立于内核的外设是什么？

• 无需内核干预即可处理任务/事件的外设

• 任务/事件处理完成后，内核将收到通知，
并根据需要进行处理

• 有何优势？
• 可减少用户需要写入的代码量

• 通常可以使用低功耗振荡器

• 应用程序可以更快速地响应系统变化

• 可以同时处理多个任务

连接

传感器接口

安全

智能控制

低成本

稳健 小巧

低功耗

快速响应
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• 独立于内核的外设是什么？
• 无需内核干预即可处理任务/事件的外设

• 任务/事件处理完成后，内核将收到通知，
并根据需要进行处理

• 有何优势？
• 可减少用户需要写入的代码量

• 通常可以使用低功耗振荡器

• 应用程序可以更快速地响应系统变化

• 可以同时处理多个任务

独立于内核的外设

我真的需要了解
所有这些硬件外设吗？
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使用图形编程工具轻松开发独立于内核的应用程序

www.microchip.com/studio7

www.microchip.com/start

www.microchip.com/mplab

www.microchip.com/mcc

www.microchip.com/xc8
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使用Microchip MCU进行“边缘”设计
可扩展的集成和性能

• 业界最低功耗，可延长电
池使用寿命

• 使用Curiosity平台和传感
器板快速进行原型设计

深度嵌入式和
物联网传感器节点

（AVR®和PIC®  MCU）

处理
能力

安全连接

智能数据传输：
预处理、独立于内核的外设

和可配置逻辑

集成模拟外设
（带噪声滤波的ADC、比较器、运放和DAC）

小巧的外形

低功耗

融合
（dsPIC®、SAM和PIC32器件）
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基于MCHP MCU的TDK-InvenSense解决方案
SmartMotion®和SmartSonic®开发平台

• 采用Microchip SAMG55 32位MCU和TDK MEMS传感器的开箱即用MEMS运动、
压力传感器和超声开发平台

• 提供十一个独立的平台
• 四个6轴工具包，包括一个汽车工具包

• 陀螺仪和加速计

• 一个7轴工具包
• 陀螺仪、加速计和压力计

• 一个9轴工具包
• 陀螺仪、加速计和指南针

• 四个1轴工具包
• 压力计

• https://www.invensense.com/smartmotion-platform/

• 一个超声开发平台
• 飞行时间（ToF）技术

• https://www.invensense.com/products/dk-ch101/ 演示链接
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充分发掘物联网的潜能
目前的发展现状

• 家用设备收集数据

• 互联设备实现控制和数据共享

• 边缘设备连接到云端以进行数据分析和机器学习

01

02

03

04

05
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趋势：在边缘实现机器学习
推动机器学习向边缘扩展的因素

• 带宽

• 功耗

• 成本

数据传输成本高昂，物联网数据量的增长速度比云
带宽的增长速度要快得多

功耗对小型电池供电的边缘设备很重要

降低网络基础设施成本（带宽、传输和运营）
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趋势：在边缘实现机器学习
推动机器学习向边缘扩展的因素

• 延迟

• 可靠性和
功能安全

• 安全和
数据隐私

越来越多的应用（如车辆自动驾驶）无法容忍延迟

边缘解决方案使企业能够满足关键的可靠性和安全
性要求

将敏感或更有价值的数据保存在本地，而不传输到
云端
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智能家居和智能楼宇
系统架构
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用户接口设备支持
随时随地进行远程
控制

机器学习/人工智能可了解居民

的临时偏好和日常日程安排，
从而最大限度地节约能源

智能家居和智能楼宇
机器学习用例：节能
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机器学习/人工智能预测HVAC很
快会出现故障，并自动安排技
术人员进行检查和修复

机器学习/人工智能预测家用

电器很快会出现故障，并自
动安排技术人员进行检查和
修复

智能家居和智能楼宇
机器学习用例：预测性维护

用户接口设备支持
随时随地进行远程
控制
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机器学习经过动作手势训练可打开
和关闭灯光或调暗灯光，或者切换
灯光的颜色

当人工智能助手获知您载着客人开车回家
而不是像往常那样独自一人回家时，它会
自动为您冲两杯咖啡

智能家居和智能楼宇
机器学习用例：便捷

用户接口设备支持
随时随地进行远程
控制
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机器学习解决方案
Adafruit

• Adafruit已将TensorFlow Lite移植到

Microchip SAMD51 32位MCU上
• 音频/唤醒词识别演示/视频

• 在GitHub上按需提供

• 观看演示

• https://blog.adafruit.com/2019/07/02/machine-
learning-bubble-blowing-tiny-machine-learning-
on-the-edge-with-tensorflow-lite-running-on-
samd51-arduino-tensorflow-tinyml-tensorflow-
machinelearning-ai/ 演示链接
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系统架构——数据到云
智能家居和智能楼宇
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系统架构——网络主干
智能家居和智能楼宇

PoE交换机
（Microchip PDS-408G/AC）

楼宇管理服务器
（MPU32 SOM）

无线接入点

云服务

• 单线供电和通信
• 每通道最高90 W
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系统架构——有线设备和无线设备
智能家居和智能楼宇

温控器

电器

电器

用户接口

检测

照明
监控

用户接口设备

检测和HVAC风管
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系统架构——通信流程
智能家居和智能楼宇

通过设备发送
ON（打开）命令

有线照明系统
接收命令并开灯

云服务通过以太网
接收命令并发送
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系统架构——通信流程
智能家居和智能楼宇

触发无线传感器

无线接入点通过以太网
接收命令并发送

有线设备或无线设备接
收命令并调节温度

云服务通过以太网
接收命令并发送
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用于智能楼宇的Microchip PoE
以太网供电的优势
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全面的PoE产品助力设计PoE网络
端到端以太网供电产品

• PoE PD IC，用于设计支持PoE的设备

• PoE IdealBridgeTM整流器，可实现高效的设计和更低的功耗

• PoE交换机，用于数字楼宇，已获Plenum认证

• PoE供电器，取代AC/DC电源适配器

室内
PoE中跨/PoE供电器

数字楼宇PoE交换机
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CES 2020展会上的Microchip展位
智能家居和智能楼宇
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MCHP物联网解决方案——满足任何云和内核要求

模块化

互联
WINC15xx 

Wi-Fi 
TCP/IP

TLS

互联
WINC15xx 

Wi-Fi 
TCP/IP

TLS

Wi-Fi®连接

安全
ECC608A/B

密钥存储
身份验证

加密

安全
ECC608A/B

密钥存储
身份验证

加密

安全的单独设备

身份验证

www.microchip.com/IoT

智能
AVR®、PIC®
和SAM MCU

MQTT
JWT

用户应用程序

智能
AVR®、PIC®
和SAM MCU

MQTT
JWT

用户应用程序

用于智能传感器的
尺寸合适的处理单元

互联

PoE IC
用于数字楼宇的

PoE交换机

互联

PoE IC
用于数字楼宇的

PoE交换机

以太网供电
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mikroBUS™

mikroBUS

连接
WINC1510

nEDBG
拖放

串行/USB
编程/调试

电池充电器

安全
ATECC608A

智能
AVR®、PIC®和

SAM MCU

2 in/5 cm

1 
in

/2
.5

 c
m

温度传感器

降压/升压 光传感器

MCHP物联网解决方案——满足任何云和内核要求

简化的云开发
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开箱即用
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物联网解决方案概述
主要云提供商

云提供商 PIC®和AVR® MCU PIC24 MCU ATSAM MCU 网站

Google AC164160 AC164164

捆绑式工具包
• ATSAMD21-XPRO
• ATWINC1500-XPRO
• ATCRYPTOAUTH-XPRO-B

www.microchip.com/GCP

AWS EV15R70A EV54Y39A

• AC164165
• ATSAMA5D27-SOM1
• DM320113
• AT88CKECC-AWS-XSTK-B
• DM320104-BNDL

www.microchip.com/AWSIoT

www.microchip.com/IoT
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IoT BLE开发板
低功耗蓝牙连接

• PIC-BLE和AVR-BLE为传感器节点设计提供充分准备
• 同时适用于PIC®和AVR® MCU

• 您可以选择PIC16LF18456或ATmega3208 MCU

• 经过全面认证测试的蓝牙模块
• RN4870低功耗蓝牙模块

• 针对电池供电设计进行了优化

• 开箱即用的应用程序
• Punch Through LightBlue® App

开发板 MCU 安全元件 连接 部件编号

PIC-BLE PIC16LF18456
ATECC608A RN4870 BLE

DT100112

AVR-BLE ATmega3208 DT100111
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开箱即用的数据可视化工具
Punch Through LightBlue App

LightBlue® App

www.microchip.com/IoT
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课程总结
智能家居和智能楼宇

• Microchip借助技术和专业知识，助您实现智能家居和智能楼
宇的创新

• 可扩展的集成和性能

• 通过与第三方合作打造机器学习解决方案

• 简化了云连接

• 在本地提供全方位的开发支持
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